
附件2
东莞市2024年重大预备项目计划表（第七批增补）

投资单位：万元

序号 项目名称 项目概况 2024年主要前期工作内容
估算

总投资
计划开工时间 计划投产时间 填报单位 备注

合计(共10项)

一 产业工程（共10项）

(一) 新一代信息技术工程（共5项）

(1) 前期预备（共5项）

1 莞台高新产业园区贰号园
区项目

项目总用地面积为79亩，计划建筑规模约157842平方米，主要建筑物包括厂房、宿舍

等。重点规划建设集生产、研发、办公、展示、采购、制造总部、跨境电商、高管宿
舍及生活配套于一体的台商先进制造业示范型产业园区，择优招引一批台商战略性新
兴产业及台商特色产业集聚发展。

完成供地、前期设计、施工图纸审编 104700 2025年03月 2027年12月 东莞水乡特色发展
经济区管理委员会

2 瀚荃华南智能制造总部

项目用地面积26.5亩，总建筑面积6万平方米。项目主要从事电子元件、连接器、连接

线的研发、生产及销售，年产连接器产品约8亿件，端子100亿万件,塑胶配件7亿件，

连接线2.2亿件。

完成供地资料的整备，完成经济效益审
查

40000 2026年01月 2028年01月 常平镇

3 昱懋电子元器件增资扩产
项目

项目总用地面积约30亩，总建筑面积约7万平方米，主要从事智能汽车、AI服务器、

人工智能、新能源等市场的电子元器件（电感、变压器、纳米晶材料、新能源汽车滤
波器、传感器等）的研究和生产。项目建成达产后年生产电子元器件2亿个。

完成控规调整、用地报批、供地手续。 32000 2025年10月 2028年06月 塘厦镇

4 常平镇电子元器件生产项
目

项目总用地面积15.85亩，总建筑面积约36979.64平方米。主要从事生产商用沟槽管、

光面薄壁管、手机管等电子元器件产品，年产电子元器件1149 万米。
项目备案、经济效益审查 20375 2026年01月 2028年01月 常平镇

5 宏景半导体总部基地项目

项目总用地面积13.57亩，建设生产、研发、销售、资材总部基地。总建筑面积约

31500平方米。主要从事研发制造LED封装、半导体封测、晶圆芯片等精密电子行业

包装产品。

完成供地、前期设计、施工图纸审编 20000 2025年02月 2027年06月 东莞水乡特色发展
经济区管理委员会

(二) 高端装备制造工程（共4项）

(1) 前期预备（共4项）

8 东和新能源储能技术项目
项目总用地面积42.77亩，总建筑面积28516.61平方米。主要从事太阳能储能设备，年

产量约 5150 台。
项目备案、经济效益审查 27186 2026年01月 2029年01月 常平镇



序号 项目名称 项目概况 2024年主要前期工作内容
估算

总投资
计划开工时间 计划投产时间 填报单位 备注

9 RFID数字射频芯片总部项

目

项目总用地面积13.26亩，建设生产车间一栋，办公楼一栋以及配套保安室、电房。总

建筑面积约24000平方米。主要从事RFID数字射频芯片周边产品及智能包装。项目投

产后，预计生产芯片标签及配套包装产品约2500万件。

完成供地、前期设计、施工图纸审编 20000 2025年02月 2027年06月 东莞水乡特色发展
经济区管理委员会

(三) 新材料产业工程（共1项）

(1) 前期预备（共1项）

10
东莞市广和精细化工有限

公司年产25万吨绿色表面

活性剂项目

项目总用地面积60亩，总建筑面积1.5万平方米，主要产品包括烷基苯磺酸、脂肪醇聚

氧乙烯醚硫酸钠，产品总产量不超过25万吨/年。

项目进行供地、规划方案设计等前期手
续。

60000 2025年10月 2027年12月 沙田镇


